全自动倒置荧光显微镜招标参数
1． 设备用途：可观察细胞培养，荧光标本观察，以及高内涵多孔板拍摄及分析等研究
工作。
2． 工作条件

2.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
3． 主要技术指标
3.1  研究级倒置显微镜
3.1.1 显微镜镜体
*3.1.1.1显微镜镜体光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为≥45mm，目镜筒长度≥60mm;显微系统支持明场、相差、荧光的观察方式。
3.1.1.2  物镜转换器：电动6孔式物镜转换器（可安装DIC模块），防水结构。
*3.1.1.3  电动聚焦机构：备有粗微调转换旋钮（最小调焦精度：≤10nm），物镜离开 / 回复按键和记忆回位按键，最大驱动速度≥2.5mm/sec。
*3.1.1.4  原象光口：双层光路设计，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统。
3.1.2  透射光照明装置
3.1.2.1  照明支柱倾斜结构（30度倾斜角，采用减震结构），视场可变光阑可调
3.1.2.2  100W卤素灯照明或LED照明，带有光强自动管理系统，视野照明均一。

3.1.3  可倾斜双目镜筒：35-85° 角度科连续调节，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22
3.1.4  载物台：有效行程X轴±57mm；Y轴±36.5mm，最大速度25mm/sec，重复精度≤0.5μm,配有多功能、96孔板标本夹，磁性标本夹。
3.1.5  电动长工作距离万能聚光镜：孔位≥6孔，电动孔径光阑，N.A.0.52，工作距离≥29mm。
3.1.6  相差附件系统：相差环板：PHL、PH1、PH2。

3.1.7  物镜
3.1.7.1  万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）

3.1.7.2  万能平场半复消色差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. 10mm）

*3.1.7.3  高分辨率长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.7, W.D. ≥2.3-1.3mm）

3.1.7.4  长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）
3.1.8  滤色镜：日光平衡滤色片，中性灰度滤色片
3.1.9  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

3.1.10  反射荧光系统

3.1.10.1  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板
*3.1.10.2  荧光滤色镜盒：电动孔位≥6位的滤色镜转盘盒，内装光闸，防水结构。
3.1.10.3  荧光激发块：
DAPI: Single Band Exciter: 360-370nm ,Single Band Emitter: 420-460nm ,Dichroic: 410nm

GFP,:Single Band Exciter: 460-495nm ,Single Band Emitter: 510-550nm ,Dichroic: 505nm

RFP:Single Band Exciter: 530-550nm ,Single Band Emitter: 575-625nm ,Dichroic: 570nm

PE: Single Band Exciter: 465-495nm ,Single Band Emitter: 565-585nm ,Dichroic: 510nm
3.1.10.4  长寿命光源：130W金属卤素灯，带多级强度可调装置。
*3.1.11  显微镜控制系统：软件可直接控制电动聚焦、物镜转换、载物台移动、光源系统强度及开关、聚光镜、荧光激发块以及光路分光的电动转换。此外还可通过外置控制面板操作。
3.2  高分辨率彩色显微专用数码相机

3.2.1 芯片规格：≥1.5英寸，2.35M彩色CMOS

*3.2.2 最大图像分辨率：≥1690万

3.2.3  感光灵敏度：ISO 200/400/800/1600/3200/6400

3.2.4  像素混合：提供2 X 2像素混合（binning）

*3.2.5 图像速度：≥45幅/秒@1636 x 1088
3.2.6  测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

3.2.7  测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

3.2.8  曝光时间：39μsec～30sec

3.2.9动态范围：12bit

3.2.10成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像
3.3  显微图像控制及分析软件

3.3.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

*3.3.2 专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验。可实现多维拍摄，包含x，y，z，λ，t，多点等参数，实时反卷积（Deconvolution）图像处理功能。此外，通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证，拍摄条件、参数和流程均可保存并随时调用查看。

3.3.3  增加HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像。

3.3.4 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

3.3.5 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；
3.3.6 使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

3.3.7 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

3.3.8 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

3.3.9 可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 
3.3.10 可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

3.3.11 可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

3.3.12 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

3.3.13 可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像； 

3.3.14 可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像； 

3.3.15 提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法。

3.3.16 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

3.3.17 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

3.3.18 自动计数功能，支持自动分组功能，数据可输出到Excel。

3.3.19 Kymograph功能，支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出。

3.3.20
可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。

3.3.21可以自动对图像切割、测量、计数；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算、荧光强度分析等。可以根据测量数据（直径、周长、面积、荧光强度、圆度等）进行筛选和分类，并直接将结果以图层形式体现在原始图像上。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等；

*3.3.22多孔板操作模块，适用于常规6孔板、12孔板、24孔板、96孔板等或者用户自定义孔数的数据采集工作。用户可以定义一个孔内的位置采集模式应用到其它孔位，可进行预定义的全孔拼图、单独位置采集或者ROI拼图，并可对所选位置进行分组。
